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(57) GemaR dem ersten Gegenstand der Erfindung
wird eine stapelférmige hochsperrende llI-V-Halbleiter-
leistungsdiode bereitgestellt, aufweisend eine zumindest
gebietsweise ausgebildete erste metallische Anschluss-
kontaktschicht und einen hochdotierten Halbleiterkon-
taktbereich eines ersten Leitfahigkeitstyps mit einer ers-
ten Gitterkonstante. Des Weiteren ist eine Driftschicht
eines zweiten Leitfahigkeitstyps vorgesehen. AulRerdem
ist eine hochdotierte metamorphe Pufferschichtfolge von
dem zweiten Leitfahigkeitstyp ausgebildet. Die metamor-
phe Pufferschichtfolge weist eine Oberseite mit der ers-
ten Gitterkonstante und eine Unterseite mit einer zweiten
Gitterkonstante auf, wobei die erste Gitterkonstante gro-
Rer als die zweite Gitterkonstante ist. Die Oberseite der
metamorphen Pufferschichtfolge ist in Richtung der Drift-
schicht angeordnet. Unterhalb der Unterseite der meta-
morphen Pufferschichtfolge ist eine zweite metallische
Anschlusskontaktschicht angeordnet. Es sei angemerkt,
dass die vorgenannten Bereiche und Schichten in der
genannten Reihenfolge angeordnet sind. Die zweite me-
tallische Anschlusskontaktschicht ist stoffschliissig mit
einer Halbleiterkontaktschicht verbunden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine stapelférmige hoch-
sperrende llI-V-Leistungshalbleiterdiode.

[0002] Aus"GaAsPowerDevices"von German Ashki-
nazi, ISBN 965-7094-19-4, Seite 8 und 9 ist eine hoch-
spannungsfeste PIN-Halbleiterdiode aus GaAs bekannt.
[0003] Stapelférmige hochsperrende llI-V-Halbleiter-
leistungsdioden und entsprechende Herstellungsverfah-
ren sind aus den Druckschriften DE 102016 013 540 A1,
DE 10 2016 013 541 A1, DE 10 2016 015 056 A1, DE
102017002935A1und DE 102017 002 936 A1 bekannt.
[0004] Aus der JP S55-80375A und der US 3,995,303
A sind Photodioden mit InGaAs-Schichten bekannt. Ein
Verfahren zum Bonden von InP und GaAs istaus der CN
100 356 507 C bekannt.

[0005] GattungsgemaRe Dioden weisen Durchbruch-
spannungen oberhalb von 200V auf und sollten neben
einer niedrigen Vorwartsspannung einen geringen Seri-
enwiderstand aufweisen, um die Verlustleistung zu re-
duzieren. Des Weiteren sollten die Dioden in Sperrrich-
tung moglichst geringe Leckstrome von unterhalb 1 pA
aufweisen.

[0006] Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe
derErfindung darin, eine Vorrichtung anzugeben, die den
Stand der Technik weiterbildet.

[0007] Die Aufgabe wird durch eine stapelférmige
hochsperrende llI-V-Halbleiterleistungsdiode mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 oder mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 2 gel6st. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung sind jeweils Gegenstand von
Unteranspriichen.

[0008] GemafR dem ersten Gegenstand der Erfindung
wird eine stapelférmige hochsperrende llI-V-Halbleiter-
leistungsdiode bereitgestellt, aufweisend eine zumindest
gebietsweise ausgebildete erste metallische Anschluss-
kontaktschicht und einen hochdotierten Halbleiterkon-
taktbereich eines ersten Leitfahigkeitstyps mit einer Do-
tierstoffkonzentration gréRer als 11018 N/cm3 und mit
einer ersten Gitterkonstante.

[0009] Des Weiterenisteine Driftschicht eines zweiten
Leitfahigkeitstyps mit der ersten Gitterkonstante und mit
einer Schichtdicke gréRer als 10 um vorgesehen.
[0010] AuRerdem ist eine hochdotierte metamorphe
Pufferschichtfolge von dem zweiten Leitfahigkeitstyp mit
einer Schichtdicke oberhalb 0,2 um und kleiner als 20
wm ausgebildet.

[0011] Die metamorphe Pufferschichtfolge weist eine
Oberseite mit der ersten Gitterkonstante und eine Unter-
seite mit einer zweiten Gitterkonstante auf, wobei die ers-
te Gitterkonstante groRer als die zweite Gitterkonstante
ist.

[0012] Die Oberseite der metamorphen Pufferschicht-
folge ist in Richtung der Driftschicht angeordnet. Die Un-
terseite in Richtung eines zweiten metallischen An-
schlusskontaktes.

[0013] Unterhalb der Unterseite der metamorphen
Pufferschichtfolge ist die zweite metallische Anschluss-
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kontaktschicht angeordnet.

[0014] Es sei angemerkt, dass die vorgenannten Be-
reiche und Schichten in der genannten Reihenfolge an-
geordnet sind.

[0015] Die =zweite metallische Anschlusskontakt-
schicht ist stoffschliissig mit einer Halbleiterkontakt-
schicht verbunden.

[0016] Der hochdotierte Halbleiterkontaktbereich und
die Driftschicht und die metamorphe Pufferschichtfolge
umfassen jeweils eine IlI-V Verbindung oder bestehen
aus Elementen einer 1lI-V Verbindung.

[0017] GemalR dem zweiten Gegenstand der Erfin-
dung wird eine stapelférmige hochsperrende 1lI-V-Halb-
leiterleistungsdiode bereitgestellt, aufweisend eine zu-
mindest gebietsweise ausgebildete erste metallische An-
schlusskontaktschicht und einen hochdotierten Halblei-
terkontaktbereich eines zweiten Leitfahigkeitstyps mit ei-
ner Dotierstoffkonzentration gréRerals 1:1018 N/cm3und
mit einer ersten Gitterkonstante.

[0018] Des Weiteren ist eine Driftschicht des zweiten
Leitfahigkeitstyps mit der ersten Gitterkonstante und mit
einer Schichtdicke grof3er als 10 um vorgesehen.
[0019] AufRerdem ist eine hochdotierte metamorphe
Pufferschichtfolge von dem ersten Leitféahigkeitstyp mit
einer Schichtdicke oberhalb 0,2 um und kleiner als 20
wm ausgebildet.

[0020] Die metamorphe Pufferschichtfolge weist eine
Oberseite mit der ersten Gitterkonstante und eine Unter-
seite mit einer zweiten Gitterkonstante auf, wobei die ers-
te Gitterkonstante groRer ist als die zweite Gitterkons-
tante.

[0021] Die Oberseite der metamorphen Pufferschicht-
folge ist in Richtung der Driftschicht angeordnet, die Un-
terseite der metamorphen Pufferschichtfolge ist in Rich-
tung eines zweiten metallischen Anschlusskontaktes an-
geordnet.

[0022] Unterhalb der Unterseite der metamorphen
Pufferschichtfolge ist der zweite metallische Anschluss-
kontaktschicht angeordnet.

[0023] Es sei angemerkt, dass die vorgenannten Be-
reiche und Schichten in der genannten Reihenfolge an-
geordnet sind.

[0024] Die =zweite metallische Anschlusskontakt-
schicht ist stoffschliissig mit einer Halbleiterkontakt-
schicht verbunden.

[0025] Der hochdotierte Halbleiterkontaktbereich und
die Driftschicht und die metamorphe Pufferschichtfolge
umfassen eine lll-V Verbindung oder bestehen aus Ele-
menten einer llI-V Verbindung.

[0026] Es sei angemerkt, dass mit dem Ausdruck "be-
steht aus Elementen einer llI-V Verbindung" eine Ver-
bindung aus den genannten Stoffen ohne weitere 1lI-V
Elemente verstanden wird, jedoch Dotierstoffen wie bei-
spielsweise Zink oder Silizium oder Zinn oder Kohlenstoff
umfasst sind. Folglich bedeutet beispielsweise "besteht
aus GaAs", das als IlI-V Elementen ausschlieRlich Gal-
lium und Arsen jedoch nicht In oder Al oder P usw. ein-
gebaut sind.
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[0027] Mit dem Ausdruck "eine Verbindung umfas-
send" bedeutet entsprechend beispielsweise flir GaAs,
dass neben Gallium und Arsen weitere IllI-V Elemente
wie beispielsweise Phosphor, Aluminium oder Indium
enthalten sein konnen, zusatzlich zu eventuellen Dotier-
stoffen.

[0028] Vorzugsweise sind die llI-V Halbleiterschichten
jeweils zueinander zumindest teilweise planar oder teil-
weise wannenférmig ausgebildet, wobei die laterale Aus-
bildung der jeweiligen llI-V Halbleiterschichten fiir die
planare Anordnung vorzugsweise gleich groR ist.
[0029] Auch sei angemerkt, dass der Ausdruck "Halb-
leiterschicht" mit dem Ausdruck "Halbleiterbereich" vor-
zugsweise synonym verwendet wird. Jedoch wird mit
dem Ausdruck "Halbleiterbereich" eine im Allgemeinen
wannenférmige Ausbildung des Zwischenbereichs und
mit dem Ausdruck "Halbleiterschicht" im Allgemeinen ei-
ne Schicht zumindest mit einer planen Unterseite und /
oder mit einer planen Oberseite bezeichnet.

[0030] Auch seiangemerkt, dass die metallischen An-
schlusskontaktschichten jeweils elektrisch sehr gut leit-
fahig sind und umfassen oder bestehen vorzugsweise
aus einen oder mehreren Metallschichten, wobei die Me-
tallschichten bevorzugt auch Verbindungen wie bei-
spielsweise Ge und / oder Au und / oder Pd umfassen.
[0031] Die Anschlusskontaktschichten stellen einen
elektrisch niederohmigen Kontakt zu den unmittelbar an-
grenzenden hochdotierten Halbleiterkontaktschichten
her. Es versteht sich, dass die jeweiligen Halbleiterkon-
taktschichten an einer Oberseite oder an einer Unterseite
der llI-V Halbleiterleistungsdioden unmittelbar angren-
zend zu den metallischen Anschlusskontaktschichten
ausgebildet sind.

[0032] Des Weiteren versteht es sich, dass die An-
schlusskontaktschichten vorzugsweise mittels Bond-
drahten mit Kontaktfingern, den sogenannten Pins, ver-
schaltet sind, indem die Halbleiterleistungsdioden auf ei-
nem Trager beispielsweise in Form eines Leadframes
angeordnet sind.

[0033] Auch sei angemerkt, dass die Durchbruchs-
spannung der hochsperrenden llI-V Halbleiterleistungs-
dioden oberhalb 200 V liegt. Insbesondere liegt die
Durchbruchsspannung der hochsperrenden 111-V Halb-
leiterleistungsdioden in einem Bereich zwischen 300V
und 2000 V oder in einem Bereich zwischen 600 V und
1200V oder in einen Bereich zwischen 1000 V und 1400
V oder in einen Bereich zwischen 1200 V und 2000 V.
[0034] Ein Vorteil der unterschiedlichen Gitterkonstan-
ten ist es, dass sich oberhalb des metamorphen Puffers
I11-V- Verbindungen oder IlI-V - Materialien mit kleinerer
Bandliicke verwenden lassen, als die IlI-V Schichten
oder die llI-V Substrate oder die Gruppe IV Substrate
unterhalb der metamorphen Pufferschichtfolge.

[0035] Anders ausgedriickt, mittels der metamorphen
Pufferschichtfolge lassen sich die oberhalb der metamor-
phen Pufferschichtfolge liegenden aktiven Schichten der
hochsperrenden Leistungsdiode hinsichtlich der elektri-
schen Eigenschaften von den elektrischen Eigenschaf-
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ten der unterhalbliegenden Schichten zumindest teilwei-
se entkoppeln.

[0036] Insbesondere lassen sich fir die aktiven
Schichten 1lI-V Verbindungen, mit einer Beweglichkeit
die oberhalb von GaAs liegt und mit einer im Vergleich
zu GaAs geringeren Vorwartsspannung, aufwachsen.
Vorzugsweise lasst sich hierzu eine Verbindung von In-
GaAs mit einer Gitterkostante im Bereich von der Gitter-
konstante von InP oder mit einer Gitterkonstante genau
wie die Gitterkonstante von InP verwenden.

[0037] Miteiner geringeren Vorwartsspannung lassen
sich im Durchlassfall die Verluste durch die IlI-V - Halb-
leiterleistungsdiode stark reduzieren. Mit einer héheren
Beweglichkeit verbessern sich die transienten elektri-
schen Eigenschaften, wie beispielsweise die Schaltfre-
quenz und der Serienwiderstand der IlI-V Halbleiterleis-
tungsdiode. Anderseits I&sst sich als Wachstumssubst-
rat ein glinstiges IlI-V Material, wie beispielsweise GaAs,
oder Ge verwenden.

[0038] Ein anderer Vorteil ist, dass bei den IlI-V Halb-
leiterleistungsdioden im Vergleich zu Silizium oder teil-
weise auch SiC insbesondere die Elektronen eine klei-
nere effektive Masse bzw. eine hohere Beweglichkeit
aufweisen.

[0039] Auch lassen sich mit den IlI-V Halbleiterleis-
tungsdioden im Vergleich zu Sihéhere Temperaturen an
den p/n-Ubergéngen erreichen, ohne dass die I1l-V Halb-
leiterdioden zerstort werden. So lassen sich 11I-V Halb-
leiterdioden bis zu Temperaturen von 300°C, d.h. auch
in heillen Umgebungen, einsetzen.

[0040] Einweiterer Vorteilim Vergleich zu SiC ist, dass
sich 1lI-V Halbleiterleistungsdioden wesentlich kosten-
gunstiger als Halbleiterstrukturen aus SiC mit vergleich-
baren elektrischen Eigenschaften herstellen lassen.
[0041] In einer Weiterbildung ist die hochdotierte me-
tamorphe Pufferschichtfolge von dem zweiten Leitfahig-
keitstyp oder von dem ersten Leitfahigkeitstyp und weist
eine Dotierstoffkonzentration gréRer als 5¢1017 N/cm3
oder gréBer als 1+1017 N/cm3 oder gréRer als 3+1016
N/cm3 oder gréRer als 1+1016 N/cm3 auf.

[0042] Ineiner Ausfiihrungsform grenzt der Halbleiter-
kontaktbereich unmittelbar an die Driftschicht an.
[0043] Alternativ ist der hochdotierte Halbleiterkon-
taktbereich durch eine dotierte Zwischenschicht eines
ersten Leitfahigkeitstyps mit einer Dotierstoffkonzentra-
tion kleiner als 5¢101% N/cm3 und mit einer ersten Gitter-
konstante und mit einer Dicke zwischen 1 um und 30 pm
von der Driftschicht beabstandet.

[0044] In einer nicht beanspruchten Ausfiihrungsform
grenztdie metamorphe Pufferschichtfolge unmittelbar an
die Driftschichtan. ErfindungsgemaR ist die metamorphe
Pufferschichtfolge durch eine dotierte Zwischenschicht
eines ersten Leitfahigkeitstyps mit einer ersten Gitterkon-
stante und mit einer Dicke zwischen 1 pm und 30 pm
von der Driftschicht beabstandet ist. In einer Weiterbil-
dung weist die Zwischenschicht eine Dotierstoffkonzen-
tration kleiner als 541015 N/cm3 auf.

[0045] Vorzugsweise umfasstdie Zwischenschichtge-
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maf alternativer Weiterbildungen als Dotierstoffe Zink
und/ oder Silizium und/oder Kohlenstoff. Die Dotierstoff-
konzentration der Zwischenschicht ist bevorzugt kleiner
als die Dotierstoffkonzentration des unmittelbar an die
Zwischenschicht angrenzenden hochdotierten Halblei-
terkontaktbereichs. Erfindungsgemal ist die Dotierstoff-
konzentration der Zwischenschichtin einem Bereich zwi-
schen einem Faktor 2 bis zu einem Faktor von vier Gro-
Renordnungen kleiner als die Dotierstoffkonzentration
des unmittelbar an die Zwischenschicht angrenzenden
hochdotierten Halbleiterkontaktbereichs.

[0046] Vorzugsweise ist die Dotierstoffkonzentration
der Zwischenschicht gréRer als die Dotierstoffkonzent-
ration der Driftschicht. Hochst vorzugsweise ist die Do-
tierstoffkonzentration der Zwischenschicht mindestens
um einen Faktor 2 bis zu einem Faktor 100 oder mindes-
tens um einen Faktor 10 bis zu einem Faktor 50 grofRer
als die Dotierstoffkonzentration der Driftschicht.

[0047] Es versteht sich, dass in allen Ausfiihrungsfor-
men die Zwischenschicht einen anderen Leitfahigkeit-
styp als die Driftschicht aufweist, so dass sich der p/n
Ubergang der Halbleiterleistungsdiode jeweils zwischen
der Driftschicht und der Zwischenschicht ausbildet, so-
fern eine Zwischenschicht ausgebildet ist.

[0048] Vorzugsweise ist die Zwischenschicht p-dotiert
ausgebildet.

[0049] Ineiner Weiterbildung sind die erste metallische
Anschlusskontaktschicht stoffschliissig mit dem Halblei-
terkontaktbereich und die zweite metallische Anschluss-
kontaktschicht stoffschliissig mit der Halbleiterkontakt-
schicht verbunden.

[0050] In einer Ausflihrungsform ist unterhalb der me-
tamorphen Pufferschichtfolge eine Substratschicht von
dem ersten Leitfahigkeitstyp oder von dem zweiten Leit-
fahigkeitstyp vorgesehen.

[0051] Vorzugsweise weist die Substratschicht die
zweite Gitterkonstante auf und umfasst Ge oder GaAs
oder Si oder InP. In einer anderen Ausfiihrungsform be-
steht die Substratschicht aus Ge oder GaAs oder Sioder
InP.

[0052] In einer Weiterbildung ist zwischen der Drift-
schicht und der zweiten metallischen Anschlussschicht
eine Substratschicht von dem ersten Leitfahigkeitstyp
oder von dem zweiten Leitfahigkeitstyp ausgebildet ist
und die Substratschicht eine Schichtfolge mit InP und
GaAs umfasst oder aus der Schichtfolge InP und GaAs
besteht.

[0053] In einer Weiterbildung ist die metamorphe Puf-
ferschichtfolge als Halbleiterkontaktschicht ausgebildet.
Ein Vorteil ist, dass hierdurch die stapelférmige hoch-
sperrende 1ll-V-Halbleiterleistungsdiode dinner ist als
mit einem unterhalb der Pufferschichtenfolge ausgebil-
detem Substrat. Es versteht sich, dass sich der Serien-
widerstand der stapelférmigen Halbleiterleistungsdiode
mit abnehmender Dicke der Schichtenfolge reduziert.
[0054] Vorzugsweise ist die Gesamtdicke der Puffer-
schichtenfolge geringer als 30 um oder geringer als 20
pm oder kleiner als 5 pum, aber groRer als 0,2 pm. Hier-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

durch liegt die Gesamtdicke des Stapels der IlI-V Halb-
leiterleistungsdiode in einem Bereich zwischen 15 pum
bis 30 wm oder in einen Bereich zwischen 20 wm und 40
wm oder ist kleiner als 60 pm oder ist kleiner als 40 pm
oder ist kleiner als 120 wm oder ist kleiner als 180 pm.
[0055] Ineiner Ausfiihrungsform besteht die metamor-
phe Pufferschichtfolge aus In,Ga,_As mit 0<x<1, wobei
an einer Unterseite x=0 oder x<0,02 ist und x an der
Oberseite groRer ist als der Wert von x an der Unterseite.
Vorzugsweise liegt der Grenzwert bei x < 1, hdchst vor-
zugsweise bei x<0,8 oder bei x<0,6 oder bei x< 0,4.
[0056] Im Allgemeinen nimmt x zwischen den einzel-
nen Schichten der Pufferschichtenfolge ausgehend von
der Unterseite bis hin zur Oberseite der Pufferschichten-
folge zu, wobei in einer alternativen Ausfiihrungsform bei
wenigen unmittelbar aufeinanderfolgenden Schichten
der Wert von x etwas abnimmt. Zwischen der Mehrzahl
der Schichten der Pufferschichtenfolge nimmt der Wert
von x zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden
Schichten zu. Hierbei erfolgt die Zunahme von x entwe-
der stufenférmig oder linear oder anderweitig.

[0057] Indem der Wert von x an der Oberseite der me-
tamorphen Pufferschichtfolge immer gréRer ist als der
Wert von x an der Unterseite der metamorphen Puffer-
schichtfolge ist die Gitterkonstante an der Oberseite gro-
Rer als die Gitterkonstante an der Unterseite. Erfindungs-
gemal die Bandliicke an der Oberseite kleiner als an der
Unterseite der metamorphen Pufferschichtenfolge. Hier-
durch erniedrigt sich die Vorwartsspannung der Halblei-
terleistungsdiode.

[0058] In einer Weiterbildung nimmt der Wert von x
von der Unterseite bis hin zu der Oberseite monoton zu.
In einer anderen Weiterbildung weist der Wert von x in
der Nahe der Oberseite der Pufferschichtenfolge ein lo-
kales Maximum oder ein lokales Minimum auf und nimmt
in Richtung der Oberseite ab oder zu. Vorzugsweise ist
der Wert von x innerhalb der jeweiligen Schicht der Puf-
ferschichtfolge konstant.

[0059] In einer alternativen Ausfiihrungsform ist zwi-
schen der metamorphen Pufferschichtfolge und der
zweiten metallischen Anschlusskontaktschicht eine
Halbleiterkontaktschicht ausbildende erste hochdotierte
Halbleiterschicht angeordnet, wobei die erste hochdo-
tierte Halbleiterschicht die zweite Gitterkonstante auf-
weist.

[0060] Die erste hochdotierte Halbleiterschicht ist von
dem zweiten Leitfahigkeitstyp oder von dem ersten Leit-
fahigkeitstyp. Vorzugsweise weist die erste hochdotierte
Halbleiterschicht eine Dotierstoffkonzentration gréRer
als 1+1018 N/cm3 und eine Schichtdicke oberhalb von 0,1
pm auf.

[0061] Alternativ weist die erste hochdotierte Halblei-
terschicht eine Dotierstoffkonzentration zwischen 5-1018
N/cm3und 51019 N/cm3 und eine Schichtdicke zwischen
0,5 pm und 4 pm auf.

[0062] In einer anderen Ausfuihrungsform ist die erste
hochdotierte Halbleiterschicht unterhalb der metamor-
phen Pufferschichtfolge als Teil der Substratschicht aus-
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gebildet. In einer Ausfiihrungsform besteht die Substrat-
schichtaus GaAs oder aus Ge, wobeider Wert x fiir einen
In,Ga4_,As metamorphen Puffer an der Unterseite fiir ei-
ne GaAs Substratschicht gleich null ist und der Wert von
x far einen In,Ga,_,As metamorphen Puffer an der Un-
terseite fiir eine Ge Substratschicht zwischen 0 und 0,02
liegt.

[0063] In einer Ausfiihrungsform ist die Substrat-
schicht als Halbleiterkontaktschicht von dem zweiten
Leitfahigkeitstyp oder von dem ersten Leitfahigkeitstyp
ausgebildet. Vorzugsweise liegt die Dicke der Substrat-
schicht zwischen 10 wm und 250 um. Alternativ liegt die
Dicke der Substratschicht zwischen 50 pwm und 130 pm
oder zwischen 150 pm und 650 pm.

[0064] In einer Weiterbildung ist eine zweite hochdo-
tierte Halbleiterschicht mit der ersten Gitterkonstante
zwischen der metamorphen Pufferschichtfolge und der
Driftschicht ausgebildet. Die zweite hochdotierte Halb-
leiterschicht ist von dem zweiten Leitfahigkeitstyp oder
von dem ersten Leitfahigkeitstyp und weist eine Dotier-
stoffkonzentration gréRer als 11018 N/cm3 und eine
Schichtdicke oberhalb von 0,1 pum auf.

[0065] Alternativ weist die zweite hochdotierte Halblei-
terschicht eine Dotierstoffkonzentration zwischen 5-1018
N/cm3und 5+1019 N/cm3 und eine Schichtdicke zwischen
0,5 pm und 4 pum oder zwischen 0,3 wm und 10 pm auf.
[0066] In einer Ausflihrungsform umfassen der Halb-
leiterkontaktbereich und die zwischen dem Halbleiter-
kontaktbereich und der Oberseite der metamorphen Puf-
ferschichtfolge angeordneten Halbleiterschichten je-
weils eine InGaAs Verbindung oder bestehen aus InG-
aAs.

[0067] In einer anderen Ausflihrungsform ist der erste
Leitfahigkeitstyp p und der zweite Leitfahigkeitstyp n oder
der erste Leitfahigkeitstyp n und der zweite Leitfahigkeit-
styp p.

[0068] Vorzugsweise ist der Halbleiterkontaktbereich
als planare Schicht oder wannenférmig ausgebildet. Ins-
besondere bei einer epitaktischen Ausbildung ist der
hochdotierte Halbleiterkontaktbereich als planare
Schicht ausgebildet, wahrend bei einer Implantation der
hochdotierte Halbleiterkontaktbereich vorzugsweise
wannenférmig ausgebildet ist, indem zur Ausbildung des
Halbleiterkontaktbereichs Dotierstoffe in den Bereich der
Driftschicht implantiert sind.

[0069] In einer Weiterbildung besteht die erste hoch-
dotierte Halbleiterschicht aus GaAs oder die erste Halb-
leiterschicht umfasst eine GaAs Verbindung. Vorzugs-
weise umfasst die Driftschicht und der Halbleiterkontakt-
bereich jeweils eine InGaAs Verbindung oder bestehen
jeweils aus InGaAs.

[0070] In einer anderen Weiterbildung umfassen die
zweite hochdotierte Halbleiterschicht und die Driftschicht
und der Halbleiterkontaktbereich jeweils eine InGaAs
Verbindung oder die zweite Halbleiterkontaktschicht und
die Driftschicht und der Halbleitkontaktbereich bestehen
jeweils aus InGaAs, wobei vorzugsweise die Driftschicht
aus In,Ga,_As mit 0,1<x<0,6 besteht.
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[0071] In einer Ausfiihrungsform sind der Halbleiter-
kontaktbereich und die Halbleiterschichten monolithisch
ausgebildet, d.h. die Schichten der Halbleiterleistungs-
diode sind stapelférmig ohne Halbleiterbond aufeinander
angeordnet.

[0072] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen naher erldutert. Hierbei wer-
den gleichartige Teile mit identischen Bezeichnungen
beschriftet. Die dargestellten Ausfiihrungsformen sind
stark schematisiert, d.h. die Abstéande und die lateralen
und die vertikalen Erstreckungen sind nicht mafRstablich
und weisen, sofern nicht anders angegeben, auch keine
ableitbaren geometrischen Relationen zueinander auf.
Darin zeigen, die

eine Querschnittsansicht auf eine erste er-
findungsgemaRe Ausfihrungsform einer
Halbleiterleistungsdiode,

Figur 1

eine Querschnittsansicht auf eine zweite er-
findungsgemaRe Ausfihrungsform einer
Halbleiterleistungsdiode,

Figur 2

eine Querschnittsansicht auf eine dritte er-
findungsgemaRe Ausfihrungsform einer
Halbleiterleistungsdiode,

Figur 3

eine Querschnittsansicht auf eine vierte er-
findungsgemaRe Ausfihrungsform einer
Halbleiterleistungsdiode,

Figur 4

eine Querschnittsansicht auf eine fiinfte er-
findungsgemaRe Ausfihrungsform einer
Halbleiterleistungsdiode,

Figur 5

eine Querschnittsansicht auf eine sechste
erfindungsgemafe Ausfiihrungsform einer
Halbleiterleistungsdiode,

Figur 6

eine Querschnittsansicht auf eine siebte er-
findungsgemaRe Ausfiihrungsform einer
Halbleiterleistungsdiode,

Figur 7

eine Querschnittsansicht auf eine achte er-
findungsgemaRe Ausfiihrungsform einer
Halbleiterleistungsdiode,

Figur 8

eine Querschnittsansicht auf eine neunte
nicht beanspruchte Ausfiihrungsform einer
Halbleiterleistungsdiode,

Figur 9

eine Querschnittsansicht auf eine zehnte er-
findungsgemaRe Ausfiihrungsform einer
Halbleiterleistungsdiode.

Figur 10

Bei allen Abbildungen ist aus Griinden der Ubersichtlich-
keit jeweils nur eine Schnittansicht bzw. eine Quer-
schnittsansicht einer IlI-V- Halbleiterleistungsdiode dar-
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gestellt.

[0073] Es sei jedoch angemerkt, dass alle in der
Schnittansicht abgebildeten 1ll-V-Halbleiterleistungsdio-
den in einer Draufsicht entweder einen quadratischen
oder einen rechteckigen oder einen rechteckigen Um-
fang mit abgerundeten Kanten oder einen runden Um-
fang aufweisen.

[0074] Anders ausgedriickt, in der Draufsicht weisen
die IlI-V- Halbleiterleistungsdiode die gleichen Schicht-
folgen wie in der jeweiligen Querschnittsansicht auf.
[0075] Auch gilt, dass die Halbleiterkontaktbereiche
und die Halbleiterschichten jeweils eine llI-V Verbindung
umfassen oder bestehen aus den Elementen einer IlI-V
Verbindung, wobei jeder Halbleiterbereich und jede
Halbleiterschicht jeweils eine Oberseite und eine Unter-
seite aufweisen.

[0076] Die Oberseite zeigt hierbei jeweils in Richtung
des an der Oberseite des Schichtstapels angeordneten
Metallkontakts bzw. metallischen Anschlusskontakts,
wahrend die Unterseite jeweils in Richtung des an der
Unterseite des Schichtstapels angeordneten Metallkon-
takts bzw. metallischen Anschlusskontakts zeigt.
[0077] Auch sei fur alle Ausfiihrungsformen ange-
merkt, dass der Ausdruck "Zwischenschicht" mit dem
Ausdruck "Zwischenbereich" vorzugsweise synonym
verwendet wird.

[0078] Jedoch wird mit dem Ausdruck "Zwischenbe-
reich" oder mit dem Ausdruck "Halbleiterkontaktbereich"
eine im Allgemeinen wannenférmige Ausbildung be-
zeichnet, demhingegen ist mit dem Ausdruck "Zwischen-
schicht" oder "Halbleiterkontaktschicht" im Allgemeinen
jeweils eine Schicht mit zumindest einer planen Unter-
seite und / oder mit einer planen Oberseite bezeichnet.
[0079] Insbesondere umfassen die abgebildeten me-
tamorphen Puffer eine Vielzahl von llI-V-Halbleiter-
schichten oder bestehen aus einer Vielzahl von IlI-V-
Halbleiterschichten, wobei sich die Gitterkonstante im
Allgemeinen von IlI-V Halbleiterschicht zu 11l-V Halblei-
terschicht andert.

[0080] Untereiner Vielzahl wird vorliegend eine Anzahl
von mindestens drei und maximal dreil3ig oder eine An-
zahl von mindestens funf und maximal zehn Halbleiter-
schichten verstanden. Des Weiteren ist der metamorphe
Puffer jeweils mdglichst niederohmig, d.h. hochdotiert
ausgefiihrt.

[0081] Des Weiteren gilt fir alle dargestellten Ausfih-
rungsformen, dass die lll-V-Halbleiterleistungsdiode ei-
ne Oberseite und eine Unterseite aufweisen, wobei vor-
zugsweise mittels einer an der Unterseite ausgebildeten
metallischen Anschlusskontaktschicht die II-V- Halblei-
terleistungsdiode als sogenanntes "DIE" auf einer als
Metallrahmen bzw. Metalltrager auch "Leadframe" ge-
nanntem Unterlage angeordnet sind.

[0082] Eine mdglichstgrole insbesondere ganzflachi-
ge Ausbildung der metallischen Anschlusskontakt-
schicht an der Unterseite verbessert die thermische An-
kopplung an die Unterlage.

[0083] Die Abbildung der Figur 1 zeigt eine stapelftr-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mige hochsperrende llI-V-Halbleiterleistungsdiode LHD
in einer p / n Struktur.

[0084] DieHalbleiterleistungsdiode LHD weisteine ge-
bietsweise ausgebildete erste metallische Anschluss-
kontaktschicht M1 und einen p+ hochdotierten Halblei-
terkontaktbereich PPL mit einer Dotierstoffkonzentration
groRer als 11018 N/cm3 und mit einer ersten Gitterkon-
stante auf.

[0085] Der Halbleiterkontaktbereich PPL ist wannen-
férmig ausgebildet und ist vorzugsweise mittels eines
Masken- und Implantationsprozesses hergestellt. Hier-
bei werden Dotierstoffe in einen Bereich der n- Drift-
schicht oder der p-Driftschicht eingebracht, wobei vor-
zugsweise die Dotierstoffe mittels eines Temperaturpro-
zesses aktiviert werden. Die erste metallische An-
schlusskontaktschicht M1 und der p+ hochdotierte Halb-
leiterkontaktbereich PPL sind stoffschliissig miteinander
verbunden.

[0086] Zwischen dem p+ hochdotierten Halbleiterkon-
taktbereich PPL und einer n-Driftschicht NMID ist ein p-
Zwischenbereich PMI in einer wannenférmigen Ausbil-
dung angeordnet, so dass der p+ hochdotierte Halblei-
terkontaktbereich PPL allseitig von der n- Driftschicht
NMID beabstandet ist. Der p- dotierte Zwischenbereich
ist gestrichelt gezeichnet, da der p- dotierte Zwischen-
bereich optional ist, d.h. in einer nicht dargestellten Aus-
fuhrungsform ist der p-Zwischenbereich nicht ausgebil-
det. Es versteht sich, dass ohne den p- Zwischenbereich
PMI der p+ hochdotierte Halbleiterkontaktbereich PPL
stoffschliissig mit der n- Driftschicht NMID verbunden ist.
[0087] Der p- Zwischenbereich PMI weist eine Dotie-
rung kleiner als der p+ hochdotierte Halbleiterkontaktbe-
reich PPL und gréRer als die n- Driftschicht NMID auf
und ist stoffschliissig mit dem p+ hochdotierte Halblei-
terkontaktbereich PPL und der n- Driftschicht NMID ver-
bunden. Der p- Zwischenbereich PMI weist eine Dotier-
stoffkonzentration kleiner als 51015 N/cm3 und die erste
Gitterkonstante und eine Dicke zwischen 1 pum und 30
pm auf.

[0088] Dielll-V Halbleiterleistungsdiode LHD weist ne-
ben der n- Driftschicht NMID mit der ersten Gitterkons-
tante und mit einer Schichtdicke gréRer als 10 pwm auch
eine n+ hochdotierte metamorphe Pufferschichtfolge
NMP mit einer Dotierstoffkonzentration groRer als 11017
N/cm3 und einer Schichtdicke oberhalb 0,2 pm und klei-
ner als 20 um auf. Die n- Driftschicht NMID und die n+
hochdotierte metamorphe Pufferschichtfolge NMP sind
stoffschliissig miteinander verbunden.

[0089] Die metamorphe Pufferschichtfolge NMP weist
eine Oberseite mit der ersten Gitterkonstante und eine
Unterseite mit einer zweiten Gitterkonstante auf, wobei
die erste Gitterkonstante groRer als die zweite Gitterkon-
stante ist. Die Oberseite dermetamorphen Pufferschicht-
folge NMP ist in Richtung der Driftschicht NMID ange-
ordnet.

[0090] An der Unterseite der metamorphen Puffer-
schichtfolge NMP ist eine zweite metallische Anschluss-
kontaktschicht M2 ausgebildet, so dass die zweite me-
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tallische Anschlusskontaktschicht M2 stoffschliissig mit
der metamorphen Pufferschichtfolge NMP verbunden
ist.

[0091] Die vorgenannten Bereiche und Schichten sind
in der genannten Reihenfolge angeordnet.

[0092] Ineineralternativen nichtdargestellten Ausfiih-
rungsform umfasst die hochsperrende IlI-V Halbleiter-
leistungsdiode weitere 11l-V Halbleiterschichten insbe-
sondere an dem p/n Ubergang und/ oder zwischen einer
sehr hochdotierten Halbleiterschicht oder Halbleiterbe-
reich mit einer Dotierstoffkonzentration oberhalb von
1+1017 N/cm3 und einer niedrig dotierten Halbleiter-
schicht oder Halbleiterbereich mit einer Dotierstoffkon-
zentration unterhalb von 5+1017 N/em3.

[0093] Die Abbildung der Figur 2 zeigt eine stapelfor-
mige hochsperrende llI-V-Halbleiterleistungsdiode LHD
in einer n Uber p Struktur. Die Halbleiterleistungsdiode
LHD weist eine gebietsweise ausgebildete erste metal-
lische Anschlusskontaktschicht M1 und einen n+ hoch-
dotierten Halbleiterkontaktbereich NPL mit einer Dotier-
stoffkonzentration gréRer als 141018 N/cm3 und mit einer
ersten Gitterkonstante auf.

[0094] Der Halbleiterkontaktbereich NPL ist wannen-
férmig ausgebildet und ist vorzugsweise mittels eines
Masken- und Implantationsprozesses hergestellt. Die
erste metallische Anschlusskontaktschicht M1 und der
n+ hochdotierte Halbleiterkontaktbereich NPL sind stoff-
schliissig miteinander verbunden.

[0095] Zwischen dem n+ hochdotierte Halbleiterkon-
taktbereich NPL und einer p-Driftschicht PMID ist ein n-
Zwischenbereich oder n- Zwischenschicht NMI in einer
wannenférmigen Ausbildung angeordnet, so dass der n+
hochdotierte Halbleiterkontaktbereich NPL allseitig von
der p- Driftschicht PMID beabstandet ist. Der n- dotierte
Zwischenbereich ist als optionale Halbleiterschicht ge-
strichelt gezeichnet, d.h. in einer nicht dargestellten Aus-
fuhrungsform ist der n- Zwischenbereich nicht ausgebil-
det.

[0096] Es versteht sich, dass ohne den n- Zwischen-
bereich NMI der n+ hochdotierte Halbleiterkontaktbe-
reich NPL stoffschliissig mit der p- Driftschicht PMID ver-
bunden ist.

[0097] Der n- Zwischenbereich NMI weist eine Dotie-
rung kleiner als der n+ hochdotierte Halbleiterkontaktbe-
reich NPL und gréRer als die p- Driftschicht PMID auf
und ist stoffschlliissig mit dem n+ hochdotierten Halblei-
terkontaktbereich NPL und der p- Driftschicht PMID ver-
bunden. Der n- Zwischenbereich NMI weist eine Dotier-
stoffkonzentration kleiner als 5+101% N/cm?3 und die erste
Gitterkonstante und eine Dicke zwischen 1 um und 30
pm auf.

[0098] Dielll-VHalbleiterleistungsdiode LHD weist ne-
ben der p- Driftschicht PMID mit der ersten Gitterkons-
tante und mit einer Schichtdicke gréRer als 10 pwm auch
eine p+ hochdotierte metamorphe Pufferschichtfolge
PMP mit einer Dotierstoffkonzentration groRer als 11017
N/cm3 und einer Schichtdicke oberhalb 0,2 pm und klei-
ner als 20 wm auf. Die p- Driftschicht PMID und die p+
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hochdotierte metamorphe Pufferschichtfolge PMP sind
stoffschliissig miteinander verbunden.

[0099] Die p+ metamorphe Pufferschichtfolge PMP
weist an der Oberseite eine erste Gitterkonstante und an
der Unterseite eine zweite Gitterkonstante auf, wobei die
erste Gitterkonstante grof3er als die zweite Gitterkons-
tante ist. Die Oberseite der metamorphen Pufferschicht-
folge PMP ist in Richtung der Driftschicht PMID ange-
ordnet.

[0100] An der Unterseite der metamorphen Puffer-
schichtfolge PMP ist eine zweite metallische Anschluss-
kontaktschicht M2 ausgebildet, so dass die zweite me-
tallische Anschlusskontaktschicht M2 stoffschliissig mit
der metamorphen Pufferschichtfolge PMP verbundenist.
[0101] Die vorgenannten Bereiche und Schichten sind
in der genannten Reihenfolge angeordnet. In einer alter-
nativen nicht dargestellten Ausflihrungsform umfasst die
hochsperrende IlI-V Halbleiterleistungsdiode weitere 1l1-
V Halbleiterschichten insbesondere an dem p/n Uber-
gang und/oder zwischen einer sehr hochdotierten Halb-
leiterschicht oder Halbleiterbereich mit einer Dotierstoff-
konzentration oberhalb von 11017 N/cm3 und einer sehr
niedrig dotierten Halbleiterschicht oder Halbleiterbereich
mit einer Dotierstoffkonzentration unterhalb von 5+1017
N/cm3.

[0102] In der Figur 3 ist eine dritte Ausfiihrungsform
dargestellt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede
zu der Ausfihrungsform, dargestellt in Zusammenhang
mit der Abbildung 1, erlautert.

[0103] Die Zwischenschicht PMI und die hochdotierte
Halbleiterkontaktschicht PPL p+ sind jeweils plan aus-
gebildet. Derartige Schichtanordnungen werden mittels
epitaktischer Prozesse insbesondere mittels einer MOV-
PE Anlage hergestellt. Die p dotierte Zwischenschicht st
gestrichelt gezeichnet, da die p dotierte Zwischenschicht
optionalist, d.h. in einer nicht dargestellten Ausflihrungs-
form ist die p Zwischenschicht nicht ausgebildet.

[0104] In der Figur 4 ist eine vierte Ausfiihrungsform
dargestellt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede
zu der Ausfuhrungsform, dargestellt in Zusammenhang
mit der Abbildung 2, erlautert.

[0105] Die Zwischenschicht NMI und die hochdotierte
Halbleiterkontaktschicht NPL n+ sind jeweils plan aus-
gebildet. Derartige Schichtanordnungen werden mittels
epitaktischer Prozesse insbesondere mittels einer MOV-
PE Anlage hergestellt. Die n dotierte Zwischenschicht st
gestrichelt gezeichnet, da die n dotierte Zwischenschicht
optionalist, d.h. in einer nicht dargestellten Ausflihrungs-
form ist die n Zwischenschicht nicht ausgebildet.

[0106] In der Figur 5 ist eine funfte Ausfiihrungsform
dargestellt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede
zu der Ausfuhrungsform, dargestellt in Zusammenhang
mit der Abbildung 1, erlautert.

[0107] An den wannenférmig ausgebildeten hochdo-
tierten p+ Halbleiterkontaktbereich PPL schlie3t sich
stoffschlussig die p- Driftschicht PMID an, wobei der p+
Halbleiterkontaktbereich PPL mittels einer Implantation
in die p- Driftschicht PMID erzeugt ist. Hierdurch ist die
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p- Driftschicht an der Oberseite nicht mehr plan ausge-
bildet.

[0108] An die p- Driftschicht PMID schlieft sich stoff-
schllssig die n- dotierte Zwischenschicht NMI und die
hochdotierte Pufferschicht NMP an, wobei die p-Drift-
schicht PMID an der Unterseite und die n-dotierte Zwi-
schenschicht NMlan der Oberseite und an der Unterseite
und die hochdotierte Pufferschicht NMP an der Oberseite
und an der Unterseite plan ausgebildet sind.

[0109] Die n- dotierte Zwischenschicht NMI ist gestri-
chelt gezeichnet, da die n- dotierte Zwischenschicht NMI
optionalist, d.h. in einer nicht dargestellten Ausfiihrungs-
form ist die n- Zwischenschicht NMI nicht ausgebildet.
Es versteht sich, dass ohne die n- Zwischenschicht NMI
die Unterseite der p- Driftschicht PMID stoffschliissig mit
der Oberseite der n+ metamorphen Pufferschichtfolge
NMP verbunden ist.

[0110] Inder Figur 6 ist eine sechste Ausfiihrungsform
dargestellt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede
zu der Ausflihrungsform, dargestellt in Zusammenhang
mit der Abbildung 2, erlautert.

[0111] An den wannenférmig ausgebildeten hochdo-
tierten n+ Halbleiterkontaktbereich NPL schlieRt sich
stoffschliissig eine n- Driftschicht NMID an, wobei der n+
Halbleiterkontaktbereich NPL mittels einer Implantation
in die n- Driftschicht NMID erzeugt ist. Hierdurch ist die
n- Driftschicht NMID an der Oberseite nicht mehr plan
ausgebildet.

[0112] An die n- Driftschicht NMID schlief3t sich stoff-
schllssig eine p- dotierte Zwischenschicht PMI und die
hochdotierte Pufferschicht an, wobei die n- Driftschicht
NMID an der Unterseite und die p-dotierte Zwischen-
schicht PMI an der Oberseite und an der Unterseite und
die hochdotierte Pufferschicht PMP an der Oberseite und
an der Unterseite plan ausgebildet sind.

[0113] Die p dotierte Zwischenschicht PMI ist gestri-
chelt gezeichnet, da die p- dotierte Zwischenschicht PMI
optionalist, d.h. in einer nicht dargestellten Ausfiihrungs-
form ist die p- Zwischenschicht PMI nicht ausgebildet.
Es versteht sich, dass ohne die p- Zwischenschicht PMI
die Unterseite der n- Driftschicht NMID stoffschliissig mit
der Oberseite der p+ metamorphen Pufferschichtfolge
PMP verbunden ist.

[0114] InderFigur7isteinesiebente Ausfiihrungsform
dargestellt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede
zu der Ausflihrungsform, dargestellt in Zusammenhang
mit der Abbildung 5, erlautert.

[0115] An den schichtférmig ausgebildeten hochdo-
tierten p+ Halbleiterkontaktbereich PPL schliel3t sich
stoffschlissig die p- Driftschicht PMID an, wobei der p+
Halbleiterkontaktbereich PPL mittels eines epitaktischen
Prozessschrittes erzeugt ist. Hierdurch sind der p+ Halb-
leiterkontaktbereich PPL und die p-Driftschicht PMID je-
weils planar ausgebildet.

[0116] In der Figur 8 ist eine achte Ausfiihrungsform
dargestellt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede
zu der Ausflihrungsform, dargestellt in Zusammenhang
mit der Abbildung 6, erlautert.
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[0117] An den schichtférmig ausgebildeten hochdo-
tierten n+ Halbleiterkontaktbereich NPL schlief3t sich
stoffschlissig die n- Driftschicht NMID an, wobei der n+
Halbleiterkontaktbereich NPL mittels eines epitaktischen
Prozessschrittes erzeugt ist. Hierdurch sind der n+ Halb-
leiterkontaktbereich NPL und die die n-Driftschicht NMID
jeweils planar ausgebildet.

[0118] InderFigur9isteine neunte nichtbeanspruchte
Ausfihrungsform einer p iber n Struktur dargestellt. Im
Folgenden werden nur die Unterschiede zu den Ausfiih-
rungsformen, dargestellt in Zusammenhang mit den Ab-
bildungen der Figuren 1 und 3, erlautert.

[0119] Die an der Oberseite der stapelférmigen Halb-
leiterleistungsdiode LHD gebietsweise ausgebildete ers-
te metallische Anschlusskontaktschicht M1 ist stoff-
schliissig mit der Oberseite der aus einer InGaAs Ver-
bindung bestehenden p+ hochdotierten Halbleiterkon-
taktschicht PPL verbunden. Die p+ hochdotierte Halblei-
terkontaktschicht PPL ist mit der Unterseite stoffschlis-
sig mit der Oberseite der aus einer InGaAs Verbindung
bestehenden p- Zwischenschicht PMI verbunden. Die p-
Zwischenschicht PMI und die hochdotierte Halbleiter-
kontaktschicht p+ sind jeweils plan ausgebildet, wobei
die beiden Schichtanordnungen vorzugsweise mittels
epitaktischer Prozesse insbesondere mittels einer MOV-
PE Anlage hergestellt sind.

[0120] Die Unterseite der p- Zwischenschicht PMI ist
stoffschliissig mit der Oberseite der aus einer InGaAs
Verbindung bestehenden plan ausgebildeten n- Drift-
schicht NMID verbunden.

[0121] Die Unterseite der n- Driftschicht NMID ist stoff-
schliissig mit der Oberseite der aus einer InGaAs Ver-
bindung bestehenden plan ausgebildeten n+ hochdotier-
ten metamorphen Pufferschichtfolge NMP verbunden.
[0122] Es versteht sich, dass die Oberseite der n+
hochdotierten metamorphen Pufferschichtfolge NMP die
gleiche Gitterkonstante aufweist, wie die auf der Ober-
seite der n+ hochdotierten metamorphen Pufferschicht-
folge NMP aufliegenden InGaAs Halbleiterschichten. An-
ders ausgedrickt, die aufliegenden InGaAs Halbleiter-
schichten sind zueinander gitterangepasst. Vorzugswei-
se weisen die InGaAs Schichten die Gitterkonstante von
InP auf.

[0123] Die Unterseite der n+ hochdotierten metamor-
phen Pufferschichtfolge NMP ist stoffschlliissig mit der
Oberseite eines n+ dotierten GaAs Substrats SUB ver-
bunden. Das n+-dotierte GaAs Substrat ist vorzugsweise
ungediinnt. Beispielsweise weist eine 4" GaAs-Scheibe
eine Dicke von ca. 450 wm und eine 6" GaAs Scheibe
eine Dicke von ca. 650 um auf.

[0124] Die Unterseite des n+ dotierten GaAs Substrats
SUB ist stoffschllissig mit der ganzflachig ausgebildeten
zweiten metallischen Anschlussschicht M2 verbunden.
Die zweite metallische Anschlussschicht M2 besteht vor-
zugsweise aus einer Legierung aus Au und/oder Pd
und/oder Ge.

[0125] In einer nicht dargestellten Ausfiihrungsform
sind zumindest teilweise die einzelnen aus der InGaAs-
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Verbindung bestehenden Halbleiterschichten nicht stoff-
schliissig miteinander verbunden, indem weitere aus ei-
ner InGaAs-Verbindung bestehenden Schichten dazwi-
schen ausgebildet sind. Beispielsweise lasst sich zwi-
schen der n- Driftschicht NMID und der n+ hochdotierten
metamorphen Pufferschichtfolge NMP eine weitere n do-
tierte Zwischenschicht anordnen, wobei die weitere n do-
tierte Zwischenschicht eine Dicke zwischen 13 pm und
15 wm aufweist. Des Weiteren ist die Dotierung der wei-
teren Zwischenschicht grof3er als die Dotierung der der
n- Driftschicht NMID jedoch kleiner als die Dotierung der
n+ hochdotierten metamorphen Pufferschichtfolge NMP.
[0126] Auch sei angemerkt, dass anstelle der p Uber
n Struktur sich auch eine n tiber p Struktur entsprechend
der Ausfiihrungsformen dargestellt in Zusammenhang
mit den Abbildungen der Figuren 4 oder 6 oder 8 ausbil-
den lasst.

[0127] InderFigur10isteine zehnte Ausfiihrungsform
dargestellt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede
zu der Ausflihrungsform, dargestellt in Zusammenhang
mit der Abbildung 9, erlautert.

[0128] Zwischen der n+ hochdotierten metamorphen
Pufferschichtfolge NMP und der zweiten metallischen
Anschlusskontaktschicht M2 ist eine als Halbleiterkon-
taktschicht ausgebildete n+ erste hochdotierte Halblei-
terschicht NPLS1 aus GaAs angeordnet. Die erste hoch-
dotierte Halbleiterschicht NPLS1 weist eine Dotierstoff-
konzentration gréer als 1+1018 N/cm3 und eine Schicht-
dicke oberhalb von 0,1 pm und kleiner als 10 uwm oder
kleiner als 5 pum auf.

[0129] Zwischen der n- Driftschicht NMID und der n+
hochdotierten metamorphen Pufferschichtfolge NMP ist
eine n+ zweite hochdotierte Halbleiterschicht NPLS2 aus
einer InGaAs Verbindung angeordnet. Es versteht sich,
dass die Gitterkonstante der n+ zweite hochdotierte
Halbleiterschicht NPLS2 der Gitterkonstante der daru-
berliegenden n- Driftschicht NMID entspricht, d. h. die n+
zweite hochdotierte Halbleiterschicht NPLS2 und die n-
Driftschicht NMID sind zueinander gitterangepasst.
[0130] Die n+ zweite hochdotierte Halbleiterschicht
NPLS2 weist eine Dotierstoffkonzentration gréRer als
1+1018 N/cm3 und eine Schichtdicke oberhalb von 0,1
pm auf.

Patentanspriiche

1. Stapelférmige hochsperrende l1ll-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD), aufweisend

- eine zumindest gebietsweise ausgebildete ers-
te metallische Anschlusskontaktschicht (M1),

- einen hochdotierten Halbleiterkontaktbereich
(PPL, NPL) eines ersten Leitfahigkeitstyps mit
einer Dotierstoffkonzentration gréRer als 11018
N/cm3 und mit einer ersten Gitterkonstante,

- eine dotierte Zwischenschicht (PMI, NMI) ei-
nes ersten Leitfahigkeitstyps mit der ersten Git-

10

15

20

25

30

35

40

50

55

terkonstante und mit einer Dicke zwischen 1 um
und 30 pm

- die Dotierstoffkonzentration der Zwischen-
schichtin einem Bereich zwischen einem Faktor
2 bis zu einem Faktor von vier Gréenordnun-
gen kleiner ist als die Dotierstoffkonzentration
des unmittelbar an die Zwischenschicht angren-
zenden hochdotierten Halbleiterkontaktbe-
reichs,

- eine Driftschicht (NMID, PMID) eines zweiten
Leitfahigkeitstyps mit der ersten Gitterkonstante
und mit einer Schichtdicke grofRer als 10 pum,

- eine hochdotierte metamorphe Pufferschicht-
folge (NMP, PMP) von dem zweiten Leitfahig-
keitstyp mit einer Schichtdicke oberhalb 0,2 pm
und kleiner als 20 um, wobei die metamorphe
Pufferschichtfolge (NMP, PMP) eine Oberseite
mit der ersten Gitterkonstante und eine Unter-
seite mit einer zweiten Gitterkonstante aufweist
und die Oberseite in Richtung der Driftschicht
(NMID, PMID) angeordnet ist, und

- die erste Gitterkonstante groRer ist als die
zweite Gitterkonstante, und

- eine unterhalb der Unterseite der metamor-
phen Pufferschichtfolge (NMP, PMP) ausgebil-
dete zweite metallische Anschlusskontakt-
schicht (M2), und

- die vorgenannten Bereiche und Schichten in
der genannten Reihenfolge angeordnet sind,
und

- die zweite metallische Anschlusskontakt-
schicht (M2) stoffschliissig mit einer Halbleiter-
kontaktschicht verbunden ist, und

- zumindest der hochdotierte Halbleiterkontakt-
bereich (PPL, NPL) und die Driftschicht (NMID,
PMID) und die metamorphe Pufferschichtfolge
(NMP, PMP) eine 1lI-V Verbindung umfassen
oder aus einer lll-V Verbindung bestehen,

- die Bandliicke an der Oberseite der metamor-
phen Pufferschichtenfolge kleiner als an der Un-
terseite der metamorphen Pufferschichtenfolge
ist,umdie Vorwartsspannung der Halbleiterleis-
tungsdiode zu erniedrigen.

2. Stapelférmige hochsperrende IlI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD), aufweisend

- eine zumindest gebietsweise ausgebildete ers-
te metallische Anschlusskontaktschicht,

- einen hochdotierten Halbleiterkontaktbereich
(PPL, NPL) eines zweiten Leitfahigkeitstyps mit
einer Dotierstoffkonzentration gréRer als 11018
N/cm3 und mit einer ersten Gitterkonstante,

- eine Driftschicht (NMID, PMID) des zweiten
Leitfahigkeitstyps mit der ersten Gitterkonstante
und mit einer Schichtdicke grofRer als 10 pum,

- eine dotierte Zwischenschicht eines ersten
Leitfahigkeitstyps mit der ersten Gitterkonstante
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und mit einer Dicke zwischen 1 pwm und 30 pm,
- die Dotierstoffkonzentration der Zwischen-
schichtin einem Bereich zwischen einem Faktor
2 bis zu einem Faktor von vier Gré3enordnun-
gen kleiner ist als die Dotierstoffkonzentration
des unmittelbar an die Zwischenschicht angren-
zenden hochdotierten Halbleiterkontaktbe-
reichs,

- eine hochdotierte metamorphe Pufferschicht-
folge (NMP, PMP) von dem ersten Leitfahigkeit-
styp mit einer Schichtdicke oberhalb 0,2 um und
kleiner als 20 pum, wobei die metamorphe Puf-
ferschichtfolge (NMP, PMP) eine Oberseite mit
der ersten Gitterkonstante und eine Unterseite
mit einer zweiten Gitterkonstante aufweist und
die Oberseite in Richtung der Driftschicht
(NMID, PMID) angeordnet ist, und

- die erste Gitterkonstante groRer ist als die
zweite Gitterkonstante, und

- eine unterhalb der Unterseite der metamor-
phen Pufferschichtfolge (NMP, PMP) ausgebil-
dete zweite metallische Anschlusskontakt-
schicht (M2), und

- die vorgenannten Bereiche und Schichten in
der genannten Reihenfolge angeordnet sind,
und

- die zweite metallische Anschlusskontakt-
schicht (M2) stoffschliissig mit einer Halbleiter-
kontaktschicht verbunden ist, und

- zumindest der hochdotierte Halbleiterkontakt-
bereich (PPL, NPL) und die Driftschicht (NMID,
PMID) und die metamorphe Pufferschichtfolge
(NMP, PMP) jeweils eine 1ll-V Verbindung um-
fassen oder aus einer Ill-V Verbindung beste-
hen, und

- die Bandliicke an der Oberseite der metamor-
phen Pufferschichtenfolge kleiner als an der Un-
terseite der metamorphen Pufferschichtenfolge
ist, umdie Vorwartsspannung der Halbleiterleis-
tungsdiode zu erniedrigen,

- die Bandliicke an der Oberseite der metamor-
phen Pufferschichtenfolge kleiner als an der Un-
terseite der metamorphen Pufferschichtenfolge
ist, umdie Vorwartsspannung der Halbleiterleis-
tungsdiode zu erniedrigen.

Stapelférmige hochsperrende IlI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach Anspruch 1 oder Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass die hochdotierte
metamorphe Pufferschichtfolge (NMP, PMP) eine
Dotierstoffkonzentration gréRer als 51017 N/cm3
oder groRer als 1+1017 N/cm3 oder gréRer als 3+1016
N/cm3 oder groRer als 11016 N/cm3 aufweist.

Stapelférmige hochsperrende IlI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach einem der vorangegange-
nen Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste metallische Anschlusskontaktschicht (M1)
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10

stoffschliissig mit dem Halbleiterkontaktbereich
(PPL, NPL) und die zweite metallische Anschluss-
kontaktschicht (M2) stoffschliissig mit der Halbleiter-
kontaktschicht verbunden ist.

Stapelférmige hochsperrende 1lI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach einem der vorangegange-
nen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die metamorphe Pufferschichtfolge (NMP,PMP) die
Halbleiterkontaktschicht ausbildet oder zwischen
der metamorphen Pufferschichtfolge (NMP,PMP)
und der zweiten metallischen Anschlusskontakt-
schicht (M2) eine Halbleiterkontaktschicht ausbil-
dende erste hochdotierte Halbleiterschicht (NPLS1)
mit der zweiten Gitterkonstante angeordnet ist und
die erste hochdotierte Halbleiterschicht von demsel-
ben Leitfahigkeitstyp wie bei der metamorphen Puf-
ferschichtfolge Leitfahigkeitstyp ist und eine Dotier-
stoffkonzentration gréRer als 11018 N/cm3 und eine
Schichtdicke oberhalb von 0,1 um aufweist.

Stapelférmige hochsperrende 1lI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach einem der vorangegange-
nen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne zweite hochdotierte Halbleiterschicht (NPLS2)
mit der ersten Gitterkonstante zwischen der meta-
morphen Pufferschichtfolge (NMP,PMP) und der
Driftschicht (NMID, PMID) ausgebildet ist und die
zweite hochdotierte Halbleiterschicht (NPLS2) von
dem zweiten Leitfahigkeitstyp oder von dem ersten
Leitfahigkeitstyp ist und eine Dotierstoffkonzentrati-
on groRer als 11018 N/cm3 und eine Schichtdicke
oberhalb von 0,1 pum aufweist.

Stapelférmige hochsperrende 1lI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach einem der vorangegange-
nen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Halbleiterkontaktbereich (PPL, NPL) und die
zwischen dem Halbleiterkontaktbereich (PPL, NPL)
und der Oberseite der metamorphen Pufferschicht-
folge (NMP, PMP) angeordneten Halbleiterschich-
ten jeweils aus einer InGaAs Verbindung oder aus
InGaAs bestehen.

Stapelférmige hochsperrende 1lI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach einem der vorangegange-
nen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Leitfahigkeitstyp p und der zweite Leitfa-
higkeitstyp n ist oder der erste Leitfahigkeitstyp n
und der zweite Leitfahigkeitstyp p ist.

Stapelférmige hochsperrende 1lI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach einem der vorangegange-
nen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Halbleiterkontaktbereich (PPL, NPL) als planare
Schicht oder wannenférmig ausgebildet ist.

10. Stapelférmige hochsperrende |ll-V-Halbleiterleis-
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tungsdiode (LHD) nach Anspruche 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste hochdotierte Halblei-
terschicht (NPLS1) aus GaAs besteht oder eine
GaAs Verbindung umfasst und die Driftschicht
(NMID, PMID) und der Halbleiterkontaktbereich
(PPL, NPL) jeweils eine InGaAs Verbindung umfas-
sen oder aus InGaAs bestehen.

Stapelférmige hochsperrende IlI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite hochdotierte Halb-
leiterschicht (NPLS2) und die Driftschicht (NMID,
PMID) und der Halbleiterkontaktbereich (PPL, NPL)
jeweils eine InGaAs Verbindung umfassen oder aus
InGaAs bestehen.

Stapelférmige hochsperrende IlI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach einem der vorstehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Halb-
leiterkontaktbereich (PPL, NPL) und die Halbleiter-
schichten monolithisch ausgebildet sind.

Stapelférmige hochsperrende IlI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach einem der vorstehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Drift-
schicht (NMID, PMID) aus In,Ga_,As mit 0,1<x<0,6
besteht.

Stapelférmige hochsperrende IlI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach einem der vorstehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die me-
tamorphe Pufferschichtfolge (NMP, PMP) aus
In,Ga4_,As mit 0<x<1 besteht und x von der Unter-
seite zu der Oberseite hin bis zu einem Grenzwert
von x = 0,6 oder x = 0,4 zunimmt und wobei die Zu-
nahme von x zwischen den einzelnen Schichten der
Pufferschichtenfolge von der Unterseite zur Ober-
seite der Pufferschichtenfolge stufenférmig oder li-
near oder anderweitig ansteigend ausgebildet ist.

Stapelférmige hochsperrende IlI-V-Halbleiterleis-
tungsdiode (LHD) nach einem der vorstehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Do-
tierstoffkonzentration der Zwischenschicht groer
als die Dotierstoffkonzentration der Driftschicht und
kleiner als 5+1015 N/cm3 ist.
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